关于举办“多项目晶圆（ MPW ）及 小批量生产（ LVP ）研讨会”的通知 
发布时间:2008-3-28 



各企业负责人：

    为促进成都地区集成电路产业的快速发展，成都高新区技术创新服务中心、成都高新区投资公司、国家软件产业基地（成都）平台技术管理中心与香港科技园 (HKSTP)、国际商用机器公司 (IBM)、Cadence公司于四月十日，在国家软件产业基地（成都）公共技术支撑平台举办“多项目晶圆（ MPW ）及 小批量生产（ LVP ）研讨会”。

具体通知如下：

一、会议时间 
    2008年4月10日（星期四）  上午9:30时-下午4:30时（9：15签到） 

二、会议地点
    国家软件产业基地（成都）公共技术支撑平台3楼 多功能厅。

    地址：成都天府大道南延线高新孵化园六号楼。

三、会议内容:
    1、IBM技术介绍

       代工技术路线图（ CMOS, RF-CMOS, SiGe ）

       各工艺的优势

       设计套件

       设计流程

       客户成功案例

    2、香港科技园系统的集成电路服务

       工程服务 
       先进设备 
       专业工程团队

       集成电路的测试开发

       无线通信测试及数码电视测试服务

       芯片质量和可靠性测试

       产品的失效分析

    3、Cadence

       射频芯片 (RFIC) 设计流程与设计锦囊

       基于通用功耗格式 (CPF) 的低功耗 IC 设计流程与设计锦囊

      纳米芯片可制造性设计与Sign-Of技术流程

四、议程:
	上午 09:15 – 09:30
	来宾登记

	上午 09:30 – 10:30
	介绍 IBM 代工技术
	傅维康先生 – IBM 现场应用工程师 

	上午 10:30 – 10:45
	茶歇

	上午 10:45 – 11:45
	香港科技园系统的集成电路服务
	楊天寵先生  – 香港科技园高级经理

	上午 11:45 – 12:00
	互动答问

	中午 12:00 – 13:00
	午饭

	下午 13:00 – 14:00
	Cadence 数字与混合信号 IC 设计解决方案
	Cadence

	下午 14:00 – 14:15
	茶歇

	下午 14:15 – 15:15
	 IBM芯片设计技术
	 IBM专家

	下午 15:15 – 16:00
	互动答问


五、费用
    培训费用由主办单位承担，企业可免费参加。

六、培训名额 
   本次培训预计30个名额。

七、报名方式
    请各企业于4月3日（星期四）之前将报名回执以邮件或传真形式，传至平台技术管理中心，同时来电确认。

八、联系人
    技术平台：张玲     电话：85335269—8022，13408505819

    传真：85335269—8200  E-mail:zhangling@westsec.com.cn

九、报名回执http://www.cdibi.org.cn/admin/soft/200832592044.doc
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